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@) Resumen: 

Sistema de soldadura para envases de tipo blister y 
similares. 

El sistema tiene como finalidad permitir la utilizacion 
de la soldadura por ultrasonidos en amplias areas de 
trabajo, como por ejemplo para el cierre simultaneo 
de un considerable numero de envases establecidos 
en dicho area, con una soldadura homogenea en toda 
la superficie de la misma, sea cual fuere su tamano. 
Para ello dicho sistema se basa en la utilizacion 
de una batena de sonotrodos (1) pertenecientes a 
equipos de ultrasonido funcionalmente independien- 
tes entre sf, batena en la que dichos sonotrodos se 
disponen formando un mosaico en el que resultan 
considerablemente proximos entre si, quedando se- 
parados por espacios (2) muy reducidos. 
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DESCRIPCION 

Sistema de soldadura para envases tipo blister 
y similares. 

Objeto de la invencion 

La presente invencion se refiere a un nuevo 
sistema de soldadura en el ambito de los enva- 
ses tipo blister y similares, que permite utilizar 
tecnicas de ultrasonido en soldaduras de amplias 
areas, como por ejemplo en el caso de que la pro- 
ductividad requerida requiera a su vez el cierre 
simultaneo de un considerable numero de enva- 
ses, en cada ciclo de trabajo. 

Constituye el objeto de la invencion, ademas 
de permitir el cierre mediante soldadura por ul- 
trasonido, conseguir una produccion continua, 
una economizacion de materia prima y mano de 
obra, la utilizacion de diferentes tipos de material 
en la conformacion del envase, fundament almente 
materiales ecologicos, y una union o soldadura 
mas limpia, sin liberacion de monomeros hacia el 
producto contenido, que hacen dicho sistema es- 
pecialmente apto en el ambito de las industrias 
farmaceuticas y alimentarias. 
Antecedentes de la invencion 

La fabrication y distribution de mercancfas 
de consumo hace cada vez mas necesario pre- 
sentar los productos en envases tipo blister de 
calidad, transparentes, hermeticos, atractivos y 
ecologicos. Tales mercancfas deben ser produci- 
das y envasadas con la maxima velocidad y au- 
tonomi'a para poder dar respuesta a un mercado 
cada vez mas competitivo y exigente. 

Para el cierre de estos envases tipo blister 
se emplean en la actualidad dos sistemas, uno 
termico y otro mediante aplicacion de alta fre- 
cuencia. 

El sistema termico resulta caro por la necesi- 
dad de aplicacion de una laca termosoldable en 
una de las laminas a unir, y ademas ofrece un 
aspecto o acabado de baja calidad que se ve en 
muchas ocasiones perjudicado por el abarquilla- 
miento del envase producido por el calor, a lo que 
hay que anadir ademas la necesidad de utilizacion 
de pestanas de soldadura amplias, para asegurar 
la union. 

El sistema de soldadura por alta frecuencia 
resuelve los problemas del caso anterior, pero sin 
embargo determina por su propia naturaleza una 
produccion baja, del orden de trescientos a cua- 
trocientos ciclos por hora, y ello en dos procesos 
independientes, ya que en primer lugar debe ter- 
moformarse la lamina de plastico y seguidamente 
en otra maquina, deben ensamblarse la lamina 
termoconformada con la otra lamina que parti- 
cipa en el blister, la comunmente denominada 
tapa. 

De forma mas concreta en los sistemas de sol- 
dadura por alta frecuencia la union puede reali- 
zarse entre dos piezas de la misma naturaleza o 
parecida, es decir a base de piezas de un mismo 
plastico o de dos plasticos parecidos, llevandose 
a cabo la soldadura por la accion del calor y la 
presion. Las superficies de union tambien llama- 
das uniones soidadas deben llevarse a un est ado 
termoplastico, es decir, de fusion, para que pueda 
verificarse la soldadura. Acto seguido las super- 
ficies se presionan una sobre otra y la union se 



deja enfriar hasta que adquiere una forma esta- 
ble. Adicionalmente otro inconveniente de la uti- 
lizacion de la alta frecuencia seria la posible pro- 
duccion de esterilidad en el personal que opera en 
5 la maquina. 

Por otro lado en la soldadura por ultrasonidos 
el material es fundido por la accion de fricciones 
internas. Para ello se saca provecho de la capaci- 
dad de amortiguacion de los plasticos. De forma 

xo rnas concreta mediante un sonotrodo, es decir me- 
diante un vibrador acustico, se provoca una osci- 
lacion mecanica de elevada frecuencia. Esta vi- 
bration se transmite a traves de la pieza hasta 
el yunque, donde es reflejada, de manera que se 

15 forma una onda estacionaria. 

Sin embargo en la actualidad la soldadura por 
ultrasonido no es aplicada al cierre de envases tipo 
blister cuando se requiere de una amplia area o 
superficie de soldadura, por cuanto que el equipo 

2o de que es preciso disponer se encarece exponen- 
cialmente a medida que aumenta dicha area de 
soldadura. De forma mas concreta se consigue un 
mayor alcance de las vibraciones a medida que se 
increment a la potencia del equipo, pero a un costo 

25 muy elevado y con muy poca uniformidad, ya que 
la potencia aplicada se concentra fundamental- 
mente en el punto medio del sonotrodo, disminu- 
yendo progresivamente en su periferia, donde el 
nivel de prestaciones resulta inaceptable. 

30 Descripcion de la invencion 

El sistema de soldadura que la invencion pro- 
pone, partiendo de la utilizacion de la soldadura 
por ultrasonido, resuelve de forma plenamente 
satisfactoria la problematica anteriormente ex- 

35 puesta. 

Para ello y de forma mas concreta dicho sis- 
tema se basa en la utilizacion de una pluralidad 
de equipos de soldadura por ultrasonido, inde- 
pendientes entre si y separados por reducidos es- 

40 pacios, formando un mosaico, de manera que sin 
mas que utilizar el numero de equipos adecuado 
puede efectuarse, en un solo equipo operativo, el 
cierre o soldadura de una pluralidad de envases 
que ocupen cualquier superficie, tan grande como 

45 sea necesaria. 

Descripcion de los dibujos 

Para complementar la descripcion que se esta 
realizando y con objeto de ayudar a una mejor 
comprension de las caracten'sticas del invento, de 

50 acuerdo con un ejemplo preferente de realizacion 
practica del mismo, se acompana como parte in- 
tegrante de dicha descripcion, un juego de dibujos 
en donde con caracter ilustrativo y no limitativo, 
se ha represent ado lo siguiente: 

55 La figura 1.- Muestra, segun la representation 

esquematica en planta, una pluralidad de sonotro- 
dos pertenecientes a respectivos equipos de solda- 
dura por ultrasonidos independientes, distribui- 
dos de acuerdo con el sistema de soldadura que la 

60 invencion propone. 

La figura 2.- Muestra un detalle parcial en al- 
zado lateral y en section del conjunto represen- 
tado en la figura anterior de acuerdo con la lfnea 
de corte A-B de dicha figura. 

65 La figura 3 es una vista similar a la figura 2, 

mostrando una variante de ejecucion. 
Realizacion preferente de la invencion 

A la vista de estas figuras y mas concreta- 
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mente la figura 1 puede observarse como el sis- 
tema de soldadura que se preconiza parte de la 
utilization de una bateria de sonotrodos (1), fun- 
cionalmente independientes entre si es decir per- 
tenecientes a respectivos equipos de ultrasonido 
independientes, distribuidos reticularmente, for- 
mando un mosaico, sustancialmente proximos en- 
tre si, es decir definiendo espacios (2) muy redu- 
cidos. 

Esta bateria de sonotrodos (1) actuara sobre 
un molde de soldadura (3), en el que se definen 
alojamientos (4) para el cuerpo (5) de los res- 
pectivos en vases contenedores del producto (6) de 
que se trate, cuerpo que se complementa con la 
clasica tapa (7) que se une al cuerpo (5) mediante 
un cordon perimetral de soldadura (8), en ausen- 
cia de la clasica laca, contando preferentemente 
los citados alojamientos (4) a nivel de su embo- 
cadura con estrfas (9) para facilitar la integration 
o union entre el cuerpo (5) y la tapa (7). 

Entre la bateria de sonotrodos (l) y la tapa 
(7) se dispone de una lamina amortiguadora (10) 
que atenua la friction destructiva y astillante que 
pueden originar el contacto directo del sonotrodo 
(1) y molde de soldadura (3). 

Este sistema de soldadura supone una serie de 
ventajas que se centran fundamentalmente en los 
siguientes aspectos: 

- Se puede soldar a la lamina constitutiva del 
cuerpo (5) una tapa (7) obtenidos a bases de un 
film tan delgado como lo permita la seguridad 
del en vase, lo que no es posible con el sistema de 
soldadura de alta frecuencia, ya que hace impres- 
cindible utilizar laminas de grosor superior a 60 
micras, a la vez que ahorra el consumo de adhe- 
sivos frente al caso de sellado por calor. 

- Permite una production continua, con una 
cadencia de hasta 1.200 ciclos por hora, notable- 
mente muy superior a la de 400 ciclos por hora 
que como maximo puede conseguirse con los sis- 
temas de soldadura con alta frecuencia, permi- 
tiendo ademas una total automatization del pro- 
ceso. 

- Permite la soldadura de dos o mas laminas 
o tejidos sinteticos entre si, y permite es- 
pecfficamente la soldadura entre sf de poliesti- 
reno, lo que hasta la fecha no es factible con 
ningiin sistema convencional de cierre. Esto trae 
consigo una sustitucion del clasico PVC, con la 
consecuente repercusion desde el punto de vista 
ecologico. De forma general puede unir entre si la 
mayoria de las laminas termoplasticas existentes 
en el mercado, ademas de materiales espumosos 
y tejidos sinteticos. Tambien permite la union de 
materiales de diferente naturaleza. 

- La soldadura por ultrasonido permite unio- 
nes mas limpias que las conseguidas con las 
tecnicas de calentamiento de los termoplasticos 
utilizadas en la actualidad, ya que no existe li- 
beration de monomeros hacia el producto o con- 
tenido, lo que hace a este sistema especialmente 
apto y recomendable para la fabrication de blis- 
ters en la industria farmaceutica y alimentaria. 



En el ejemplo mostrado en la figura 3 se uti- 
lizan los mismos numeros de referencia que en la 
figura 2, para designar los mismos elementos o 
componentes. 

5 En este caso, la bateria de sonotrodos (1) y el 

molde de soldadura (3) ocupan una position in- 
vertida, respecto de la representada en la figura 
2. Esta disposition es util, por ejemplo, para 
el envasado de arti'culos pequenos, tales como 

10 arti'culos promotional es que se entregan junto con 
el artfculo a promocionar, como por ejemplo re- 
vistas con las que puede incluirse un boligrafo o 
similar. El sistema de la invention permite en 
estos casos un considerable ahorro en cuanto a 

15 material, al utilizar solo la portion de lamina ne- 
cesaria para cubrir el artfculo. 

La union para este tipo de envases se realizara 
con una lamina o film plastico termoadhesivo (5) 
y una cartulina (7), que podrfa formar parte del 

20 articulo a promocionar. 

El articulo promocional (6) se colocara en- 
cima de la cartulina (7) y encima de este se co- 
locara la lamina termoadhesiva (5) que recubrira 
al artfculo promocional, adaptandose a su forma 

25 gracias a la elasticidad de la misma. De este 
modo, no es necesario termoformar previamente 
la lamina (5) esta operation se facilita al inver- 
tir el sistema, de modo que el articulo promocio- 
nal (6) y la lamina termoadhesiva (5) reposen por 

30 gravedad. 

Para cortar la lamina termoadhesiva se dis- 
pone de un marco que reproduce el contorno del 
molde dotado de un filamento o elemento incas- 
descente (11). 

35 Para evitar que corte o queme la cartulina (7) 

se incorpora una lamina de teflon o similar (10) 
colocada entre la cartulina (7) y la lamina ter- 
moadhesiva (5). Dicha lamina de teflon (10) esta 
vaciada centralmente, coincidiendo aproximada- 

40 mente con el contorno exterior del molde para 
que no interfiera en la zona de soldadura. 

El procedimiento de la invention es aplicable 
especialmente al envasado de arti'culos de con- 
sumo, poco voluminosos, pudiendo llevarse a cabo 

45 el retractilado de la lamina sobre uno o varios 
artfculos independientes. Ademas puede efec- 
tuarse un retractilado partial de la lamina por 
estiramiento del film sobre carton, y unirlo a el. 
Los procesos de conformado, soldadura y 

50 corte, al ser practicamente simultaneos y en frio, 
en una unica estacion y en un brevfsimo intervalo 
de tiempo, la velocidad de envasado conseguida 
es muy superior a la lograda por una maquina 
termosoldadura clasica. Ademas el molde de sol- 

55 dadura actua al mismo tiempo como molde de 
embuticion. 

Al trabajar simultaneamente con ambos 
arti'culos separados entre sf, situados sobre el 
mismo carton u objeto a promocionar, se logra 

60 un ahorro de mano de obra y, en consecuencia, 
una mayor productividad. 

Por otro lado, al evitarse el termoformado, se 
obtiene un ahorro de energfa. 

65 
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REIVINDICACIONES 

1 . Sistema de soldadura para envases tipo blis- 
ter y similares, que estando especialmente conce- 
bido para la soldadura de amplias areas, concre- 5 
tamente para el cierre simultaneo de un numero 
considerable de envases, en un solo ciclo opera- 
tivo, permitiendo el empleo de ultrasonidos y con 
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una perfecta homogeneidad en todo el area de 
soldadura, se caracteriza porque consiste en la 
utilization de una bateria de sonotrodos o vibra- 
dores acusticos (1), pertenecientes a equipos de 
ultrasonido funcionalmente independientes entre 
si, formando dicho sonotrodos un mosaico en el 
que los mismos quedan independizados entre si 
por reducidos espacios (2). 
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